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电子装联过程中的质量控制策略
孙丽英
（北京航天万源科技有限公司，北京　100176）

摘　要：电子装联是制造电子产品过程中必不可缺少的一项重要内容，电子装联的质量直接影响着电子产

品的制造质量。因此，为了保证可以制造出高品质的电子产品，必须注重加强对电子装联过程的质量控制，以

此为电子产品质量的提高、性能的稳定打下良好基础。电子装联技术涵盖了焊点的合理选择以及焊接控制把控

等环节，这些关键性的环节是提升产品质量的关键。需要注意的是，在进行电子装联的过程中，一定要确保各

个工序的操作均不存在任何质量问题，规划化、细致化地完成电子装联的整个过程，以此保证电子产品的质

量，笔者针对电子装联内涵进行了深入探析，并提出了电子装  联过程中质量控制的有效策略，希望对电子装

联质量的提高有所帮助。
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0　引言

在电子装备制造中，电子装联技术是作为一项比

较基础性的技术存在的，能够为优化电子产品可靠性

提供重要基础。电子装联技术的合理应用均能够显著

优化产品的性能,从而确保电子产品组件符合设备的整

体要求。电子装联是制造电子产品过程中必不可缺少

的一道工序，该制造工序的顺利完成，可以提高电子产

品的智能化、轻量化和小型化程度。例如：把电子元件

通过插接、焊接等方式与基板连接在一起，固定在相

应的位置，以此顺利地完成装配工作，其中包括机盘、

系统、机箱和机壳等，从而使电子组件满足设计需求。

1　电子装联过程中质量控制的有效策略

1.1　准确地把握焊接的基本原理

在电子焊接过程中，焊料的焊接基体的润湿性决定

着焊接点的形成，同时焊接基体和焊料润湿时的物理界

面也决定着焊点的形成。由此可见，在电子装联焊接中

润湿机理发挥着不可忽视的重要作用，直接影响着焊接

头的强度。在具体焊接时，需要在需要焊接的位置加热

焊料，同时还需要包括在焊接金属表面助焊剂活化性能

充足。在需要焊接的金属表面，使用清洁剂将污染物去

除。再在金属表面熔化助焊剂，让助焊剂逐渐地渗透与

扩散，以此在金属表面和焊料之间形成冶金连接层，冷

却后便会在金属表现形成固化的焊点。

1.2　准确地掌控焊接的时间和温度

电子装联中焊接的时间和温度直接关系着焊接的

质量，为此在控制电子装联质量的过程中一定要准确

地掌控焊接的时间和温度。除此之外，如果在金属表面

存在有氧化层或者污垢没有彻底的清理干净情况，很

容易造成焊接隔离，影响焊接的质量。如果在进行焊接

的过程中，温度不充足的话，很容易导致在金属表面形

成一层较薄的焊接层，造成虚焊。所以非常有必要控

制焊接的时间和温度。很多人认为焊接时温度越高、时

间越长越好，事实上并非如此。例如：当焊接时温度高

于260摄氏度，焊接的时间多于5秒时，焊接的强度非但

得不到相应地提高，还很容易降低焊接的强度。由此可

见，焊接的强度和焊接温度、焊接时间之间并不存在正

相关的关系。但是焊接的时间、冷却温度、焊接尺寸等

都由焊接的速度所决定。对于不同的电子产品、不同材

料的产品和不同的焊料，焊接时需要控制的焊接时间

和温度均有所不同。为了更好地控制电子装联的质量，

保证焊接的效果，应尽可能地减低焊接的时间。例如：

在手工焊接印制电路板时，焊接的温度需要控制在250
摄氏度左右，上下浮动为5摄氏度，焊接的时间需要控

制在2到3秒之间，超出这个范畴将影响印制电路板的

焊接质量。

1.3　准确地把握电子装联焊接中存在的缺陷和质量控

制方法

（1）虚焊。虚焊就是指金属表面和焊接层之间的

连接不够紧密。从焊接点的外观来看大体是完好的，

但是事实上焊接件和焊料之间处于比较松动的状态，
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甚至根本没有连接在一起。正因为通过焊接点很难发

现虚焊的情况，所以造成整个电子装联中存在着不确

定性的质量隐患。在对印刷电路板进行调试的过程中，

一旦发现存在不稳定的问题，就需要首先考虑是否存

在虚焊的情况。如果将印刷电路板放置在水平位置，

如果其可以正常工作那么就说明不存在虚焊的情况，

将电路板垂直放置时一旦发生异常，就需要反复地测

试是否存在虚焊的情况，以此找到问题的根源所在，并

通过有效的措施加以解决。

（2）桥梁。焊接桥梁是指两个相邻的电路板之间

的焊接存在短路的情况。之所以会出现焊接桥梁的问

题，是因为所选择焊接的工艺不够良好或者过度焊接。

如果在焊接电路板时，焊接的时间比较长，那么焊接温

度也会随之逐渐地升高，这时在两个临近的焊接点上

就会形成焊接桥梁。因为两个焊接点之间存在有很多

的焊锡，所以很容易出现电路板短路的情况，从而影响

整个电路板的正确运行，严重的还会导致整个电子元

件因为短路而发生损坏。所以，一旦发现存在焊接桥

梁的情况，首先要做的就是去掉电烙铁头上过多的焊

料，接着断开焊接桥梁，防止出现电子板短路的情况。

（3）空洞。在进行电子装联的过程中，因为线路存

在较为严重的磨损，并且焊孔不够充足，所以焊料很难

将整个焊孔完整地填补上。如果焊接孔位于氧化层附

近，那么在焊接的过程中，还可能会出现气蚀的情况。

（4）拉尖。拉尖就是指在焊接点上存在一个尖

端。之所以会出现拉尖的缺陷是因为焊接的时间比较

长、焊料量和流动性比较大，致使钎料的粘稠度增强，

这时就会出现很多的拉点。如果在焊接的过程中，电熨

斗的使用方向不够恰当，很可能也会导致很多拉尖的

出现。当拉尖的密度达到一定程度时，很容易导致两个

相连的拉尖连接在一起，从而发生短路的情况。当其

处于高压状态时，焊接拉尖的顶部就会出现放电的情

况，造成电路难以正常工作。因此，在控制电子装联质

量时，一定要严格地把控焊接的时间，尽可能地减少拉

尖的出现。

（5）堆焊。堆焊顾名思义就是在焊接时使用的焊

料比较多，造成焊料突起。不管是焊料过多还是焊料

过少，都会导致焊料难以被彻底地熔化。一旦发生焊

料较多的情况，一定要及时地将多余的焊料清理掉，或

者通过增加电烙铁功率，促使焊料完全地熔化。

（6）焊接裂纹。焊接裂纹就是指在焊接点上出现

裂纹。造成焊接裂纹的一个主要原因就在于在焊接点还

尚未彻底凝固时就搬运电路板，导致焊接点出现裂纹[1]。

（7）浮焊。造成浮焊的一个主要原因是在实施焊

接操作时温度较低，未达到相应标准，焊接的时间不

足，或者焊料中掺杂有较多的杂质[2]。当发生浮焊的问

题时，通过观察焊接点会发现其表面不够平整、不够

光滑，并且呈现为白色。如果浮焊的程度较大的话，很

可能会发生焊接点脱落。因此，一定要注意控制焊接

的时间和温度，并且要一边焊接一边观察焊接的表面，

避免浮焊情况的出现。

（8）焊锡球。电子装联焊接过程中经常出现的一

种缺陷就是焊锡球，焊锡球的出现和助焊剂的活性、焊

膏的氧化、吸湿性和颗粒的粗细程度之间存在着密切

关系，同时还和印制板的清洁性存在着一定的关联。一

般来说，焊锡球的出现是因为在进行焊接操作时，因为

加入了激素导致焊料分散形成的。通过相关数据统计

分析发现，当需要焊接的金属表面一直在空气中暴露，

很容易氧化，氧化的越厉害出现焊锡球的几率就越高。

并且，如果焊料的颗粒不够均匀的话也会出现焊锡球。

通常情况下，焊料的颗粒不可以高于20μm，如果高于

这个数值，焊料很容易发生氧化，从而导致焊锡球的出

现。另外，如果锡膏没有在水蒸气的作用下，完全地冷

凝下来，并且锡膏不够干燥，都会造成溶剂残留，这时

进行焊接，就很容易发生溶剂飞溅、沸腾的情况，最终

导致焊锡球的出现[3]。

2　电子装联过程中焊接质量的检验

2.1　电子装联质量的基本特征

第一，性能方面。需要符合电子产品使用过程中必

须具备的技术特性，满足电子产品的使用目标。第二，寿

命方面。确保电子产品可以在规定的时间内正常地发挥

自身的功能。第三，可靠性方面。保证制造的电子产品可

以在规定的时间、规定的条件下，稳定地发挥自身的性

能。第四，安全性方面。保证使用者在使用电子产品的过

程中不会受到伤害。第五，经济性方面。从电子产品设

计、制造以及使用整个过程中成本费用的严格控制。

2.2　电子装联质量检验的目的

通过检验确保电子装联的质量符合电子产品制造

的合格标准。避免因为本环节存在问题未能够被及时

发现，而影响到后续制造工序地顺利进行，甚至影响电

子产品的质量，通过层层把控，严格地控制电子装联的

质量。第二，通过检验电子装联的质量，验证电子产品

设计的合理性，确保电子产品的设计的科学合理性。第

三，通过对相关数据信息的收集和记录，进一步保障电

子装联的质量。第四，不仅可以为电子产品质量的控制

（下转第92页）
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完善企业内部的信息化运作机制。同时，企业的信息化

建设也是一项投 入 较 多的综合性工程，必须对企业内

部资源进行整体的整合及发展，尤其是对于投资成本

来说，要对投资的预算进行全方位详细的计划，并且

实施多渠道、多方面的融资办法，使企业在信息化建设

初期有较强的后备资源支撑，这样才能保证单位信息

化的顺利实施。

2.7　改进现有的人力资源管理模式

在人力资源管理过程中，最重要的是能力管理。

企业领导和负责人应在不同的岗位上发挥作用，确保

岗位和能力的结合。另外,在实际工作中,要开展不同类

型的培训活动,创造各种条件,帮助员工充分发挥他们的

业务能力和主观能动性。在信息技术应用过程中，企业

人力资源管理也应加大对互联网技术的开发和管理力

度，不断完善现有指标，进一步实施互联网技术。在实

际工作中，还要完善现有的人力资源管理制度。现代化

工企业应调整现有的管理理念和模式，进一步建立合

理的人力资源管理体系，注重人力资源的有效管理，为

企业的可持续发展奠定基础。

3　结语

综上所述，进入新时期，企业单位人力资源管理

理念、绩效考核制度以及激励制度已经不符合时代

发展的实际需要。为了有效地提升企业单位的服务能

力，应引入全新的人力资源管理理念，构建完善的绩

效考核制度，创建激励制度，从而推动企业单位的快

速发展。
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提供重要的数据分析，同时还可以为电子产品设计的

改进提供重要的信息参照。

2.3　电子装联中焊接质量检验的标准

确保所有的焊锡均处于良好的润湿状态，连接良

好，并且焊接表面完全，在焊接点周围存在有焊缝；焊

接料不可以存在有峰值的情况，两个相邻的导体不可

以存在有拉尖或者桥梁的情况；焊接点表面必须明亮、

光滑，不可以存在任何的针孔；焊接点不可以存在有裂

纹，完成焊接操作后，保证印制板上不存在有任何的

斑点，并且确保焊接端不存在气化和翘曲的情况；焊接

点和焊接金属表面不可以存在任何的砂眼、针孔、划

痕和尖角，更加不可以残留有助焊剂等杂质。

3　结语

综上所述，电子装联的质量直接关系着电子产品

的质量、性能和寿命，若想保证电子产品可以在规定的

使用期限内稳定地发挥自身的性能，就必须注重加强

对电子装配质量的控制，以此为电子产品的质量打下良

好的基础。在具体控制的过程中，一定要准确地把握电

子装联中焊接的基本原理，并全面地了解在焊接的过

程中可能会出现的问题，像虚焊、桥梁、空洞、堆焊、

拉尖、浮焊、焊接裂纹等，并针对这些焊接问题提前做

好预防，以此保证焊接的质量。在焊接操作结束后，还

需要对焊接的质量进行检验，保证焊接的质量均符合

相应的质量标准，从而进一步保证电子装联的质量，避

免因为焊接存在问题而影响电子产品的整体质量。
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